四新知识大纲（半导体器件）

一、半导体分立元器件集成电路装调 

1、载带自动焊（tape automated bonding---TAB）技术

(1) 带自动焊与引线键合相比的主要优点

(2) 载带自动焊的分类

(3) 载带自动焊技术的关键材料

(4) 载带自动焊的关键技术

(5) 了解载带自动焊单层带的制作工艺

2、倒装焊（flipchip bonding----FCB）技术

(1) 什么叫倒装焊

(2) 芯片凸点的类别、形状分类

(3) 简述芯片凸点制作的一种工艺技术

(4) 倒装焊的工艺方法有几种

3、焊球阵列( Ball Grid Array—BGA) 封装技术

(1) 什么是焊球阵列

(2) 焊球阵列的特点

(3) 焊球阵列封装的类型

(4) 简述一种焊球阵列的封装技术

4、芯片尺寸封装( chip scale package---CSP)技术

(1) 什么是芯片尺寸封装

(2) 芯片尺寸封装的特点

(3) 简述一种芯片尺寸封装类别的工艺过程

5、多芯片组件（multi-chip module—MCM）

(1) 多芯片组件的概念

(2) 多芯片组件的特点

(3) 了解多芯片组件设计时应考虑的几个问题

(4) 多芯片组件的组装技术包括哪几部分

6、电子封装用的基板材料

(1) 电子封装用的基板材料的种类

(2) 选择基板材料的主要考虑方面

(3) 简述一种（低温共烧--LTCC多层基板、厚薄膜混合集成多芯片组件MCM-C/D基板、高密度多层互连HDMI型薄膜多层基板）基板材料制作流程

二、半导体芯片制造工

1、掌握半导体芯片制造工艺原理基本知识；

2、掌握半导体芯片制造的工艺流程及质量检验和工艺控制方法；

3、对三代半导体材料划分有比较清晰的了解，对第三代半导体材料的优越性及典型的代表材料和用其开发的器件有一定了解；

4、知晓半导体材料的发展方向；

5、明了半导体器件为什么要从掺杂工程转向能带工程设计；

6、了解并掌握芯片及集成电路发展的一般规律；

7、熟知微电子技术与其它学科交叉产生的新技术，如由微电子技术发展形成的MEMS和纳米技术及可能成为热点的真空微电子学技术、微光电子集成技术等，并了解生物芯片等技术；

8、了解材料生长的MBE、MOCVD等技术，芯片制造工艺所采用的CMP、离子注入和RTA（RTP）、先进曝光和刻蚀、淀积及金属化技术的优点，知晓SPC控制和工艺质量及可靠性监测与评价技术以及新器件如MESFET、HBT、HEMT、PHEMT等和集成电路从小规模大巨大规模的划分；

9、了解芯片及产品设计、开发、应用发展的新趋势；

10、了解并掌握芯片制造所使用的相应设备仪器的维护及保养；

11、了解芯片制造设备发展的趋势，并明了芯片制造工艺技术发展的趋势；

12、掌握芯片制造工艺线的管理特点及对工人的培训要求。知晓主流微电子制造过程中，最复杂、昂贵和关键工艺；

13、掌握芯片可靠性与电子系统发展的辨证关系。
